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Hakkimizda

Oberhausen'den yiiksek kaliteli baglantilar

FELDER GMBH sirketi 30 yildan uzun bir stredir birinci si-
nif riinleri ile tannmaktadir. Uriin portfoyiimiziin ve servis
hizmetlerimizin masterilerimizin ihtiyaglarina gore en uy-
gun sekilde uyarlanmasi bizi uzmanlik alanimizda mikem-
mel bir ortak haline getirmektedir: Yumusak ve sert lehim
icin lehimlerin, lehim macunlannin, lehim pastalarinin ve
lehim tellerinin gelistirilmesi ve dretimi. Teslimat programi
da kullanim alanlan gibi ok cesitlidir. Uriinlerimizi 6rnegin
gunes enerjisi ve yapi teknolojisinde, ¢ati yapilarinda, ka-
roseri tekniginde, ¢ok sayida endiistriyel uygulamalarda ve
son derece gelismis elektronik endiistrisinde bulabilirsiniz.

ister catidaki cinko oluklar icin, duvardaki bakir borular
veya modern elektronik cihazlardaki platinler igin olsun,
lenim teknolojisi driinlerimizle her zaman % 100 perfor-
mans veriyor ve giinden giine gorevlerimizle biyiyo-
ruz. Bu nedenle sirket tesislerimizin ve lokasyonlarimizin
da blyimesi gayet dogaldir. Lipperfeld'deki sinir alan
2012 yilindan itibaren lokasyonumuza dahil edilmistir.
Bu sayede Oberhausen'deki uretim ve depolama alan-
lanmizi, modern donanimh laboratuvarlanmizi ve ofis
alanlanmizi  genigletebilecegiz.  Tamamlanmasi 2013
yilrigin planlanmistr.

FELDER GMBH
Lehimleme Teknolojisi
Im Lipperfeld 11
D-46047 Oberhausen

Tel +49 (0) 208 8 50350
Faks +49 (0) 208 2 60 80

7000 m? (izerinde bir genisleme yaparken tabii ki or-
taklanmiz ile birlikte yurt igi ve yurt disindaki msterile-
rimiz igin calismaya devam edecegiz. Son on yilda ken-
dimizi yenilikgi pazar lideri olarak gelistirdik. Ekonomik
basari ve sirekli artan musteri gevremiz yaptigimiz igin
kalitesini belgelemektedir. Lehim ve lehim pastasi Gretimi
alaninda Avrupa lideri (reticilerden biri olarak driinlerimiz
modern laboratuvarlanmiz tarafindan sirekli olarak denet-
lenmekte ve 1ISO 9001:2008 direktiflerinin yiiksek kalite
standartlarini kargilamaktadir. Cevre ile ilgili konular da
stirekli olarak izlenmekte ve ISO 14001:2004 uyarinca bel-
gelenmektedir.

itinall damsmanlik hizmetleri ve miisteriye dzgii ¢oziimler
bizim igin gayet dogaldir. Uriin portfdyiimiiziin biyikligii
bizi endustri ve ticaret igin gliclu bir ortak haline getirmek-
tedir. FELDER GMBH sirketi gelecekteki piyasa giivencesini
bu seviyede gérmektedir.

Sizinle birlikte caligacagimiz igin mutluluk duyuyoruz.

Qualitétsmanagement
1SO 9001:2008

Umweltmanagement
1SO 14001:2004
» RegelmaBige freiwillige

Uberwa

Websitesi www.felder.de
E-posta info@felder.de
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Her sey tek elden! Ozel ihtiyag duydugunuz iiriinii bu brogiirde bulamamaniz halinde liitfen satis béliimiimiizle irtibata geciniz.
Size yardimci olmaktan mutluluk duyanz!

Lehim artiklari ve kiiliiniin goniillii olarak geri alinmasi ile hukuk giivencesi

',‘

Lehim artiklar ve kiluntn bertaraf edilmesi Pb igerikli lehim kullanan her igletmede bir sorun teskil etmektedir.
Gegerli mevzuat uyarinca her atik dretici agagidaki yukimliltikleri yerine getirmek zorundadir:

* Atik dretiminin yetkili mercilere bildiriimesi

* Lehim artiklaninin bertarafi ile ilgili bir belgeleme defterinin tutulmasi
* Yetkili mercilere usuliine uygun bertarafin belgelenmesi

* Lehim artiklarinin taginmasi igin tagima onay!

Sizi bu makamlarla yapilan bu iglerden ve yikimluliklerinizden kurtarmak igin

KrWG (doniisim ekonomisi yasasi) 26. madde 3. fikrasi uyarinca bu tir atiklan gonilli olarak geri almak igin bagvur-
duk. Bolge hukumeti tarafindan musterilerimizden bizim Grunlerimizi kullanarak olusan lehim artiklarini geri almak igin
yetkilendirildik.

Bize teslimatiniz halinde ispat igin yeterli belge teskil eden bir atik metal faturasi alacaksiniz.

Bu sayede musterilerimiz bizim 1SO-Tin® Elektronik lehimlerimizi kullandiklarinda yukarida bahsedilen KrWG 50. madde-
si yikimlaliginden kurtulmus olacaklar.

Talep lizerine Kr'WG 26. madde 3. fikrasi uyarinca bize verilen onay belgesini gonderebilmekteyiz.



1SO-Tin® NiGe-Elektronik Iehimler

FELDER (SO-Tin®
NiGe - Elektronik lehim

Yenilikci, kurgunsuz elektronik lehimler!

Kursunsuz elektronik lehimlerimizi komple triin programi olarak % 0< ila < 4,0 ince gimis
orani ile Fuji-Patenti DE 198 16 671 uyarinca tretiyoruz.

FELDER ISO-Tin Sn100Ni+® « Sn99Ag+® « Sn98Ag+® « Sn96Ag+® » Sn95Ag+°®
geleneksel Sn99,3Cu0,7Ni alagimlarinin patentli ve optimize edilmis gelistirmeleridir ve tani-
nan mikemmel Ozelliklere sahiptirler:

 Nilehim teknigi acisindan bir bariyer tabakasi olusturur ve
Whisker olugsumunu engeller

 Nilehim yerinde diflizyon proseslerine etki eder (kirlgan
asamalarin olugturulmasi) ve boylece guvenilirligi yukseltir

 Nilehim yerinde homojen ve hassas bir ¢ekirdek kltiri
olugturur

i Otektik alagimlarda parlak bir lehim yiizeyi saglar

 Nilehimin katilagma davranigi etkiler ve Microcracks
(blizlilme catlaklarr) isaretlerini onemli Glctide azaltir.

ISO-Tin Sn100Ni+® - SAC 387 alagimina gére onemli Glglide fiyat avantaji (yakl. % 60)
ISO-Tin Sn99Ag+® - SAC 387 alasimina gore 6nemli dlgiide fiyat avantaji (yakl. % 57)
1SO-Tin Sn98Ag+® - SAC 387 alagimina gére 6nemli dlglide fiyat avantaji (yakl. % 40)
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FELDER
1ISO-Tin® NiGe - Elektronik lehim

FELDER (SO-Tin® NiGe - Elektronik lehimlerindeki +
isareti germanyumu ifade eder!

Germanyum (Ge) oksijen azaltici bir etkiye sahiptir ve lehim
ozelliklerini asagidaki sekilde iyilestirir:

* (e eriyik lehim ylizey gerilimlerini azaltir
ve boylece SnCuNi alagimi kullanimini iyilestirir.

* (e clruf olugmasini Sn99,3Cu0,7Ni
ile karsilagtinldiginda % 50-70
daha azaltir!

* (Ge igeren lehimler teslimat
esnasinda diger geleneksel
lehimlere oranla daha az ylizey
oksitleri igerir.

* (e lehim yerinin gekme dayanimi yakl. % 10 oraninda arttirir.
* (Ge bakir desarjini azaltir ve boylece lehim dolgusunun tazelenmesini kolaylastirir.,

* (e alagimin icinde 80ppm degderinde bir orandan itibaren etki eder. FELDER NiGe
elektronik lehimlerindeki Ge orani, en sik kullanilan lehim proseslerine en uygun
sekilde ayarlanmigtir.

* (Ge lehim yerinde metal yapi olugmasini
destekler ve boylece biiziiime ¢atlaklarinin
(Microcracks) olugsmasini engeller.




1SO-Tin® NiGe-Elektronik lehimler

Elektronik lehim (SO-Tin®

Saf metallerden ilk erime
Dalgal, segici ve daldirma lehim banyolarinda kullanim igin

Format Olgiiler

0,250 kg li¢ kenar gubuklar 10x10x 10 x 400 mm
0,400 kg gubuklar 330x 20 x 10 mm
1,000 kg gubuklar 330 x 20 x 20 mm
3,500 kg asma delikli bloklar 545 x 47 x 20 mm

Otomatik besleme igin bobinlerde masif tel olarak
ve ilk doldurma icin tel kesimleri / topak olarak temin edilebilir.

Uriin Alagim EN IS0 9453:2006 Erime araligi Onerilen lehim dalga sicakh
Sn100Ni+® ** Sn99,3Cu0,7AgNiGe $-Sn99Cu.1(NiGe) 227 °C Gtektik = 265 °C

Sn99Ag+® ** Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe S-Sn98Cu1Ag(NiGe) 217 - 227 °C > 260 °C

Sn98Ag+® ** Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe - 217 - 222 °C = 255°C

Sn96Ag+® ** Sn96,5Ag3,0Cu0,5NiGe  S-Sn96Ag3Cul(NiGe) 217-219°C = 255°C

Sn95Ag+® ** Sn95,5Ag3,8Cu0,7NiGe  S-Sn95Ag4Cut(NiGe) 217 °C Gtektik = 255°C

Sn96,5Ag3,0Cu0,5 Sn96,5Ag3,0Cu0,5 $-Sn96Ag3Cut 217-219°C > 255°C

Sn95,5Ag3,8Cu0,7 *  Sn95,5Ag3,8Cu0,7 $-Sn95Ag4Cut 217 °C Gtektik = 255°C

Sn96,5Ag3,5 Sn96,5Ag3,5 S-Sn96Ag4 221 °C Gtektik = 260°C

Sn99,3Cu0,7 Sn99,3Cu0,7 $-Sn99Cu1 227 °C Gtektik > 270°C

Sn63Pb37 Sn63Pb37E S-Sn63Pb37 183 °C otektik = 250 °C

Sn60Pb40 Sn60Pb40E S-Sn60Pb40 183-190°C = 250 °C

HAL lehimleri

Saf metallerden ilk erime

Devre kartlan dretimi igin kurgunsuz alagimlar

Uriin Alagim EN IS0 9453:2006  Erime araligi Onerilen Kalaylama sicakligi
HAL-Sn100Ni+® Sn99,3Cu0,7AgNiGe S-Sn99Cu1(NiGe) 227 °C otektik 277°C (Cu oranina gore)
HAL-Sn100Ni+®-Refill  Sn99,9AgNiGe - - 277°C (Cu oranina gore)
HAL-Sn99Ag+® Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe S-Sn98Cu1Ag(NiGe) 217 -227°C 258 - 268 °C (Cu oranina gore)
HAL-Sn99Ag+®-Refill ~ Sn99,7Ag0,3NiGe - - 258 - 268 °C (Cu oranina gore)

Kursunsuz lehimlerimiz RoHS direktifi ve boylece ElektroG (elektronik yasasi) ile uyumludur. ilgili uygunluk beyanini memnuniyetle sunabiliriz.

Liitfen NiGe icerikli elektronik lehimlerimizin uygulama avantajlarim dikkate aliniz. (S. 4-5)
Aynintili iiriin bilgilerimizi talep ediniz.

* ISURF-Patent (US-Patent No. 5.527.628)
** Fyji-Patent: DE-Patent-No 19816671C2; US-Patent-No 6.179.935B1; Japonya-Patent-No 3296289

Deoksidasyon tabletleri

Fosfor igerikli elektronik lehim (% 0,8 P) kesit halinde = .ﬁ -_'::.«‘"' .
igindekiler Aciklama Alagim (EN 9453:2006 temelinde) i b . T
0,250 Kg kutu  presli peletler Sn60Pb40P (S-Sn60Pb40) ?‘:ﬂﬁrf:{;“ ~N f;:"' ' :-:'_i_'_-:_
0,250 Kg kutu presli peletler Sn99,9P (S-Sn99,9) o~ s ' -~

Lehim banyolarinda ciiruf olusumunu azaltmak igin.

Diistik verimli lehim banyolarinda zamanla lehimin deoksidasyon orani ve bdylece ciiruf azaltici etkileri azalir (banyo yizeyi tipik gokkusagi renklerini gosterir).
FELDER deoksidasyon tabletleri yiiksek fosfor konsantrasyonlar sayesinde bu kayiplari dengeler.
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Yiiksek sicaklik lehimi (SO-Tin®

Saf metallerden ilk erime
Trafo yapiminda daldirmali galvanizleme ve kablo hazirlamada

Format Olciiler
0,250 kg (i¢ kenar gubuklar 10x 10 x 10 x 400 mm
Otomatik besleme igin bobinlerde masif tel olarak temin edilebilir.

Uriin DIN EN IS0 9453 Erime arali Lehim sicakliklari
Sn98Cu2NiGe ** - 227 -290°C < 450°C
Sn96Cu4Ni - 227 -335°C =< 500°C
Sn97Cu3Ni S-Sn97Cu3 227-310°C =< 500°C
Sn95Cu5 * - 227 -350°C =< 500°C
Sn97Cu3 * S-Sn97Cu3 227-310°C < 450°C
HT-L 60/40 S-Sn60Pb40 183 -190°C < 400°C
KD 60/40 Sn60Pb40CuP 183 -190°C < 400°C

Tabii ki sizin talepleriniz ve fabrika standartlariniz dogrultusunda da alagim tretimi yapabiliyoruz.

* Fosfor katkis! ile de teslim edilebilir
**  Fuji-Patent: DE-Patent-No 19816671C2; US-Patent-No 6.179.935B1; Japonya-Patent-No 3296289

Yilksek derecede eriyen lehimler
ISO-Tin®

(RoHS uyumlu: Kurgun icerikli lehimler > % 85)
saf metallerden ilk erime

Format Olgiiler ——
0,250 kg (i¢ kenar gubuklar 10 x 10 x 10 x 400 mm SRR LS W
1,000 kg gubuklar 20 x 20 x 300 mm

Otomatik besleme igin bobinlerde masif tel olarak temin edilebilir.

Uriin DIN EN IS0 9453 Erime arahg Uygulama alani

Pb93Sn5Ag2 S-Pb93Sn5Ag2 296 - 301 °C Daldirmali galvanize, trafo yapimi
Pb98Sn2 S-Ph98Sn2 320 - 325°C Daldirmali galvanize, trafo yapimi
Pb98Ag2 S-Pb98Ag2 304 °C otektik Daldirmali galvanize, trafo yapimi
Pb95Ag5 S-Pb95Ag5 304 - 380 °C Daldirmali galvanize, trafo yapimi

570 °C'ye kadar siirekli igletim sicakliklarina sahip lehim banyolan igin!

Transformator yapiminda yiiksek sicakliklara dayanikli boyali emaye bakr teller kullanilmaktadir. Bu boyalar 570 °C'ye kadar erime sicakigi gerektirmektedir. Yiiksek
derece erimeli lehimlerimiz ozellikle zorlu prosesler icin tasarlanmistir ve yiiksek sicakliklara dayaniklidir. RoHS ve ElekiroG uyarinca % 85 tizerinde kursun igeren
lehimler 01.07.2006 tarihinden sonra da elektronik imalatta kullanilabilmektedir. Bu lehimler igin kursunsuz bir alternatif bulunmamaktadir. ligili uygunluk beyanini

memnuniyetle sunabiliriz.



1SO-Flux® Elektronik lehim telleri

Elektronik lehim telleri (ISO-Flux®

Ticari elektronik imalat i¢in lehim pastalari -
icindekiler Agiklama .-“-" -
1,0001 Sise @% = g =
5,000 Bidon ——
25,0001 Bidon ': = =
Talep tizerine farkli kaplarda temin edilebilir - " -
{rin DIN EN 20454 DINEN 61190 |2 ™% yyguiama atan
ELR 3410 2.2.3.A ORLO % 3,5 Dalga lehim, kursunsuz, halojensiz, no-clean
ELR 3420 2.2.3A ORLO % 3,5 Dalga lehim, kursunsuz, halojensiz, no-clean
ELR 3413 2.23A ORLO % 2,1 Dalga lehim, halojensiz, no-clean
ELS 3320 2.2.3.A ORLO % 2,7 Dalga lehim, kursunsuz, halojensiz ve reginesiz, no-clean
ELS 3320-22 2.2.3.A ORLO % 2,2 Dalga lehim, kursunsuz, halojensiz ve reginesiz, no-clean
ELI 0099 213A ORLO < %1 Eg{g?efl:um, kursunsuz, sadece koruyucu gaz ile, reginesiz,
EWL 2510 21.2.A ORM1 % 7,0 Dalga lehim, kursunsuz, halojenli, suyla yikanabilir
EVF 2310 213A ORLO % 3,8 Dalga lehim, kursunsuz, halojensiz, no-clean, VOC igermez
Palux 30H - - - HAL Kalaylama

THT ve SMD donatili elektronik yapi gruplarinin makine ile lehimlenmesi igin.

FELDER 1S©-Flux® Elektronik lehim pastalan 6zellikle yiuksek kaliteli ticari elektronik imalatr igin uygundur. Kanigik donatili devrelerde dahi en iyi
lehim sonuglarni verirler.

“ELR“  Artiksiz no-clean elekironik lehim pastalari, organik aktivatorler ve dogal ya da modifiye edilmis dogal regineler bazinda.
Lehim pastasi artiklan yiiksek bir yiizey direncine sahiptir ve korozif degildirler.

“ELI/S“ Regine icermeyen no-clean elektronik lehim pastalari, organik aktivatorler bazinda. “ELI 0099 ozellikle inert gazi tesisleri igin
tasarlanmig olup, disik kati madde orani nedeniyle ¢ok disik lehim pastasi artiklar olugur.

“EWL*  Yiksek etkili, halojen icerikli aktiflestirilmis, suda ¢ozinir elektronik lehim pastasi, yapi gruplarninin lehim siireci sonrasinda temel
olarak yikandigi her yerde kullanilir.

Frme’
Lehim pastasi inceltici
Kapiik sabitleyici katki maddeleriyle alkol bazinda ¢oziicii madde e
, a
igindekiler Agiklama - W = a
1,0001 Sise —_— e
5,000 Bidon ‘ ; - :
25,0001 Bidon R = h
Talep iizerine farkl kaplarda temin edilebilir. 5
Uriin Asadidaki FELDER lehim pastalarinda kullanilir:
inceltici “VF-1“ Tum 1SO-Flux® “ELR, “ELI“ ve “ELS“
inceltici “VF-2“ 1SO-Flux® “EWL", lehim yaglan “E“, “EL* ve “Kolo“ ve de diger tiim kablo lehim pastalar

1SO-Flux®-Lehim pastalarinin en uygun konsantrasyonlarinin ayarlanmasi igin.

FELDER lehim pastasi incelticileri FELDER 1S©-Flux®-Lehim pastalarinin lehim tesislerinde en uygun konsantrasyonlarinin ayarlanmasi igin kullanilir. Képik ve piis-
kirtme tertibatlannin kullanilmas halinde, lehim kalitesini diistiren konsantrasyonlar olugabilmektedir. Dip-Flux istasyonlarinda da biyik yiizey nedeniyle ¢oziici
madde kullanimaktadir. Kati madde icerigi az olan lehim pastalarinda sizdirmazlik farki gok diisik oldugundan, inceltme oranini asit sayisinin titrasyonu ile belirlen-
mesini tavsiye ederiz (bkz. FELDER Titrasyon testi).
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Yumusak lehim pastalari (SO-Flux®
Recine bazinda lehim yaglari ve macunlari s
Durum igindekiler Agiklama = B
Macun 20 g, 50 g, 100 g, 250 g Kutu ’
Yag 100 ml, 1,000 | Sise
Yag  5,0001, 25,000 | Bidon
Talep iizerine farkli kaplarda temin edilebilir.
Uriin DIN EN 29454 DIN EN 61190 Halojen icerigi Uygulama alam
Lehim yagi “Kolo“ 1.11A ROLO - Elektronikte elle, daldirmali veya dalga lehimleri
Lehim macunu “KK31“ 1.1.1.C ROLO - Baskil devrelerde sonradan lehim ve onarim igleri
Lehim yagi “EL* 1.1.3.A ROLO - Elektronikte elle, daldirmali veya dalga lehimleri
Lehim macunu “EL* 1.1.3.C ROLO - Baskil devrelerde sonradan lehim ve onarnim igleri
Lehim yadi “E“ 1.1.2A ROMA <%1 Elektroteknik ve elektronik cihaz yapimi
Lehim macunu “E“  1.1.2.C ROM1 <%0,5 Elektroteknik ve elektronik cihaz yapimi

Elektroteknik, elektronik cihaz yapimi ve elektronikte yumugak lehim igin.

FELDER yumugak lehim pastalar 1SO-Flux® “Kolo“, “EL* ve “E* yilksek lehim sicakliklari ve siireleri altinda ydriitilen lehim ve kalaylama igleri
icin cok uygundur.

Kablo lehim pastalari
1ISO-Flux®

Kablo hazirlama icin dzel lehim pastasi

igindekiler Aciklama "
==
1,0001 Sise =
5,0001 Bidon =
25,000 Bidon T

Talep iizerine farkli kaplarda temin edilebilir

Kati madde

Uriin DIN EN 29454 DIN EN 61190 oran Halojen icerigi Uygulama alan

KF 23 2.2.3A ORLO % 5,0 - Kablo hazirlama, trafo yapimi, segici lehimler
KF 32 1.2.3.A ROLO % 15,0 - Kablo hazirlama, segici lehimler, regine icerir
KE-L / HF 913A ORLO %74 i i}ézl;ill(()"hazmama, secici lehimler, diigiik VOC

KF 1 2.1.2A ORM1 % 2,8 % 0,5 Kablo hazirlama, trafo yapimi

KF 070 21.2.A ORM1 % 1,3 <%15 Kablo hazirlama, trafo yapimi

KF-L 2.1.2A ORM1 % 3,4 <%05 Kablo hazirlama, diisiik VOC igerikli

Kablo uglarinin, emaye bakir kablolarin lehim ve kalaylamalar ve de segici lehim tesisleri i¢in lehim pastasi.

FELDER 1SO-Flux® kablo lehim pastalar kablo uglari, soket baglantilar ve elektronik yapi pargalarinin kalaylanmasi igin 6zel olarak tasarlanmigtir. Konvansiyonel
lehim pastalarina kargi 6zelligi, mutlak bir kismi kalaylama elde edilebilir oimasidir. Lehim, yiiksek kapilar etkili bakir tellerde de telin lehim pastasi ile kullaniimasinda-

kinden daha yiiksege ¢lkmamaktadir. Uygulama genellikle daldirma yoluyla yapilrr.



1SO-¢s® Elektronik lehim telleri

Lehim teli 1SO- @»® “RA“, “RA-05“,
“RA-AT

Pasta dolgulu, halojen icerikli, aktiflestirilmis yumugak lehim teli
Lehim pastasi DIN EN 29454.1,1.1.2.B

veya DIN EN 61190-1-3 uyarinca, elektroteknikte elle lehim icin ROM1

standart lehim teli,

standart lehim pastasi orani % 2,5

Halojen igerigi RA: % 1,0, RA-05: < % 0,5, RA-AT: % 1,5

gmm cinsin-0 25 « 0,50 « 0,75 * 1,00 * 1,50 * 2,00 « 3,00 * 4,00
en

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 * 1,00 « 5,00 * 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime aralig Kursunsuz/kurgunlu
Sn95,5Ag3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cu Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik
Sn97Ag3 S-Sn97Ag3 - 221-224°C
Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cu Sn99Cu.7 227 °C otektik
kursunsuz
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 - 230-250°C
Sn100Ni+ S-Sn99Cu1 (NiGe)  Fuiji Patent 227 °C otektik
Sn99Ag+ S-Sn98Cu1Ag (NiGe) Fuiji Patent 217 - 227 °C
Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Ph40 183 -190 °C
Sn60Pb38Cu2 S-Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183 -190°C
Pb50Sn50 S-Pb50Sn50 Sn50Pb50 183 -215°C Kursunlu
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183 - 235°C
Pb70Sn30 S-Pb70Sn30 Sn30Pb70 183 - 255 °C
Pb93Sn5Ag2 S-Pb93Sn5Ag2 Sn05Ph93Ag02 296 - 301 °C

Diger alagimlar talep iizerine.

Lehim teli (SO - @® “Clear”

Pasta dolgulu, kurgunsuz lehim teli

DIN EN 29454.1 uyarinca lehim pastasi

Elekroteknik, elektromekanik ve elektronikie elle ve otomasyonlu lehimlerde yiiksek
kaliteli lehim teli.

Standart lehim pastasi orani % 3,5

Termik agidan tutarh - sigramaz - optimum nemlendirme - berrak artiklar

@ mm ¢insin-0 25 « 0,50 « 0,75 « 1,00 * 1,50 * 2,00 * 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25 + 0,50 * 1,00 « 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime aralig
Sn95,5Ag3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cu Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik
Sn96,5Ag3Cu0,5 S-Sn96Ag3Cut Sn96Ag03Cu0,4 217-219°C
Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cu Sn99Cu.7 227 °C otektik
Sn100Ni+ S-Sn99Cu1 (NiGe)  Fuiji Patent 227 °C otektik
Sn99Ag+ S-Sn98Cu1Ag (NiGe) Fuiji Patent 217 -227°C

Diger alagimlar talep iizerine.
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Lehim teli 1SO - @s2e® “EL

Lehim pastali, halojensiz, aktiflestirilmis yumusak lehim

teli

DIN EN 29454.1, 1.1.3.B uyarinca lehim pastasi

veya DIN EN 61190-1-3, ROLO.

Elektroteknikte elle lehim igin standart lehim teli, standart lehim pastasi
orani % 3,5.

@ mm cinsin-g 25 « 0,50 « 0,75 « 1,00 * 1,50 * 2,00 * 3,00 * 4,00
den

Bobinler 010+ 0,25+ 0,50 1,00 5,00 « 10,00 * 15,00 kg

Alagim DIN EN IS0 9453  DIN EN 61190 Erime arahg Kursunsuz/kurgunlu
Sn95,5Ag3,8Cu0,7  S-Sn95Ag4Cuf Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik
Sn97Ag3 S-Sn97Ag3 - 221 -224°C
Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cut Sn99Cu.7 227 °C Otektik
kursunsuz
Sn97Cu3 S-Sn97Cu3 - 230 - 250 °C
Sn100Ni+ S-Sn99Cu (NiGe) Fuiji Patent 227 °C Otektik
Sn99Ag+ S-Sn98Cu1Ag (NiGe) Fuji Patent 217 - 227 °C
Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183-190°C
Sn60Pb38Cu2 S-Sn60Pb39Cu1 Sn60Pb38Cu02 183-215°C Kursunl
Pb60Sn40 S-Pb60Sn40 Sn40Pb60 183-235°C
Pb93Sn5Ag2 S-Pb93Sn5Ag2 Sn05Pb93Ag02 296 - 301 °C

Diger alagimlar talep iizerine.

Elektronik ve elektroteknikteki uygulamalar i¢in No-clean yumusak lehim teli

Lehim pastalan yiiksek sicaklik dayanimlari ile 6ne cikarlar ve erime esnasinda sigrama yapmazlar!
Bu lehim tellerinin agik renkli kati lehim pastasi artiklar demir disi metallerde korozyon yaratmaz ve yiiksek derecede yiizey
dayanim degerleri gosterir. Bu nedenle lehim yerinde kalirlar.

Kursunsuz alagimli Sn95,5Ag3,8Cu0,7 bilesidinde “EL* ve “ELR* kaliteleri Siemens Berlin (Sertifikasyon kurumu CT MM 6)
tarafindan belgelendirilmistir.

Diger temin edilebilen halojensiz lehim telleri DIN EN 29454.1, 1.2.3.B ve 2.2.3.B uyarinca:

1SO-@ere®™ “ELR" Diistik artik maddeli no-clean SMD lehim teli, standart lehim pastasi orani % 1,0.
SMD donatili yapi gruplarinda sonradan yapilan lehimleme islerinin taleplerine gore ozel
olarak tasarlanmigtir.
DIN EN 29454.1, 2.2.3.B ve DIN EN 61190-1-3 uyarinca lehim pastasi

1SO-@ere®™ “ELS" Sentetik recine bazinda No-clean elektronik lehim teli, standart lehim pastasi orani % 1,0.
DIN EN 29454.1, 1.2.3.B ve DIN EN 61190-1-3 uyarinca lehim pastasi

Elektronik, elektroteknik ve de telekomiinikasyon ve elektro motorlari yapimindaki hassas lehim igleri icin

FELDER (SO-¢®-lehim tellerive FELDER (SO-Tin®-elektronik lehimleriayni yiiksek safliktaki alasim bilesenlerinden uluslararasi standartlara gore retilir. Lehim
pastalar yiiksek sicaklik dayanimlar ile one cikarlar ve erime esnasinda sigrama yapmazlar! Bu lehim tellerinin acik renkli kati lehim pastasi artiklar demir digi me-
tallerde korozyon yaratmaz. Bu nedenle lehim yerinde kalirlar. SO-&e=®-Clear ozellikle kisa gevrim siireleri ve yiiksek lehim sicakliklar olan makine lehimlemeleri igin
geligtirilmistir.



1SO-=¢e=" Elektronik lehim telleri

1SO=Core™ “EL-AT

Pasta dolgulu, halojen icerikli, aktiflestirilmis yumusak lehim teli e
DIN EN 29454.1, 1.1.2.B uyarinca lehim pastasi T
veya DIN EN 61190-1-3, ROM1

Aciklama Cap

@ mm cinsinden 0,25+ 0,35 « 0,50 * 0,75 « 1,00 * 1,50 * 2,00 * 3,00 4,00 s
Bobinler 0,100 « 0,250 * 0,500 * 1,000 * 2,500 « 5,000 kg

Lehim pastasi orant % 2,5 (kursunsuz % 3,0)

Tanim Alagim DIN EN 61190 Erime araligi Uygulama alani

Sn100Ni+©** Sn99,3Cu0,7NiGe Sn99Cu.7 227 °C otektik Elle ve otomatik lehimler, kursunsuz
Sn95,5Ag3,8Cu0,7* Sn95,5Ag3,8Cu0,7 Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik Elle ve otomatik lehimler, kursunsuz
Sn60Pbh38Cu2 S-Sn60Pb38Cu2 Sn60Pb38Cu02 183-190°C Elle ve otomatik lehimler

Diger standart alagimlarla da temin edilebilir!

Elektronik iiretimde otomasyon lehimleri i¢in dzel lehim teli.

FELDER 1SO-¢" “EL-AT* konvansiyonel elektronik lehimlere kargi gok daha iyi aki ve islatma 6zeliklerine sahiptir. Diigiik halojen orani (< % 0,4) artiklarin yiizey
direncine kargi herhangi bir olumsuz etki yaratmaz. Bunlar bu nedenle sorunsuz olarak siniflandirilir ve lehim yerinde kalabilirler. Lehim pastasi bakir ayna testinde
korozyon gdstermemesine ragmen, diisik halojen icerigi nedeniyle ROM1 ve 1.1.2.B olarak siniflandinimaktadir.

Ayrintili bilgiyi lutfen ilgili irin bilgilerinden edininiz.

*  |SURF-Patent (US-Patent No. 5.527.628)
** Fyji-Patent; DE-Patent-No 19816671C2; US-Patent-No 6.179.935B1; Japonya-Patent-No 3296289

1ISO-or® “EWL

Pasta dolgulu, halojen icerikli, aktiflestirilmis yumusak lehim teli e
DIN EN 29454.1, 2.1.2.B uyarinca lehim pastasi (suda ¢oziintir) R
veya DIN EN 61190-1-3, ORM1

Aciklama Cap

@ mm cinsinden 0,25+ 0,35 « 0,50 * 0,75 « 1,00 * 1,50 « 2,00 * 3,00 « 4,00

Bobinler 0,100 « 0,250 « 0,500 * 1,000 * 2,500 « 5,000 kg

Lehim pastasi orani % 1,5, % 2,5 standart

Alasim DIN EN IS0 9453 DIN EN 61190 Erime araligi Uygulama alani

Sn60Pb40 S-Sn60Pb40 Sn60Pb40 183 -190°C Elle ve otomatik lehimler
Sn99,3Cu0,7 S-Sn99Cu Sn99Cu.7 227 °C Gtektik Elle ve otomatik lehimler, kursunsuz
Sn95,5Ag3,8Cu0,7* - Sn96Ag04Cu0,7 217 °C otektik Elle ve otomatik lehimler, kursunsuz

Diger standart alagimlarla da temin edilebilir!

Suda coziiniir lehim pastasi artiklan ile elektronik lehim teli.

Elektronik tretimde gogu zaman arkasindan koruyucu boyamalarin veya dokiim proseslerinin yapiimasi gereken lehim uygulamalarina rastlariz. Lehim pastasi artiklan
ile koruyucu boya arasindaki olumsuz reaksiyonlan engellemek igin lehim pastasi artiklannin temizlenmesi énerilir. Modern no-clean lehim pastalan korozif veya
elektrik iletici degildir, ancak gok zor temizlenirler. 1ISO-e" “EWL* artiklarn mit damitiimig su (katkisiz) ile % 100 oraninda temizlenebilmektedir.

*  ISURF-Patent (US-Patent No. 5.527.628)
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No-clean SMD-yumusak lehim macunlari

Homoijen, kullamima hazir ve hafif kokulu kangim

metal tozu, baglayici, ¢oziicd, akici ve tiksotropik maddelerden.
DIN EN 29454.1, 1.1.3.C uyarinca lehim pastasi

veya DIN EN 61190-1-3, ROL1.
ISO-Cream® “EL 5510“  Kursunsuz uygulamalarda en iyi kullanim.
Birinci sinif kontdr dayanimi, optimum basing
ozellikleri, cok yiksek yizey direnci.

En az 48 saat isleme siresi.

Tim yeniden akis uygulamalar igin uygundur.

1SO-Cream® “EL 3201  Yaygin tiim uygulamalar, 6zellikle dispenser
uygulamalari igin.
En kiiciik lehim pastasi artiklar ile miikemmel lehim

kalitesi. Metal orani % 85 - 90.

(SO-Cream® “EL 3202“  Buhar fazi lehimleri igin cok uygun.
Ozellikle sablon baskis igin uygun.
Diisiik, su berrakliginda kalintilar.

En az 48 saat isleme siresi.

1SO-Cream® “EL 3203“  VYiiksek ivmeli ve gecikmeli donatim otomasyonlari
icin milkemmel islak yapigma giicti. Baskili devre
kartlan 32 saate kadar donatilabilir. Yiiksek kontir

dayanimi, raklede uzun émiirlilik (8 saate kadar).

Agiklama igindekiler

Kutular 0,250 ve 0,500 kg
Kartuslar 6 ve 12 0z Semco®
Kasetler ProFlow™ ve PuckPack™
Dispenser kartuslar 5,10 ve 30 ccm

Kurgunsuz alagimlar Erime araligi Kursunlu alagimlar Erime aralig
Sn96Ag+°® 217-219°C Sn62Ph36Ag2 179 °C Gtektik
Sn96,5Ag3Cu0,5NiGe SnG3Pb37 183 °C tekilk
SN9BAg+® 217222 °C n ored
Sn98Ag1,2Cu0,7NiGe Pb93Sn5Ag2 296 - 301 °C
Sn100Ni+¢® 227 °C otektik
Sn99,3Cu0,7AgNiGe
Sn95,5Ag4Cu0,5 217 °C otektik
Sn96,5Ag3,5 221 °C otektik
Bi58Sn42 138 °C otektik

Tane biiyiikliigi
Metal oranlan KG 2 Standart 45 - 75 um
Dispenser kaplama % 85 - 88 KG3 Fine-Pitch 25 - 45 um
Serigrafi baskisl % 88 KG 4 Superfine-Pitch 20 - 38 um
Sablon baskisi % 88 - 90 KG 5 Superfine-Pitch 15- 25 um

Miisteri sartnamelerini dikkate almada yiiksek esneklik.

1SO-Cream® - SMD lehim macunlar miisteri talebi tizerine 300 ila 900 Pa s viskoziteleri (n. Brookfield, 5 dev/dak, TF-Spindel, 25 °C) arasinda ayarlanabilir.
Ulusal ve uluslararasi standartlar bazinda yapilan en modern test ve kontroller partiler arasinda % 100 sirekli kaliteyi garantiler.



1SO-Cream® SMD-Lehim macunlari

SMD o0zel yumusak lehim macunlari

Homojen, kullanima hazir ve hafif kokulu kangim
metal tozu, baglayici, ¢oziici, akici ve tiksotropik maddelerden.

(SO-Cream® “RA 2601 DIN EN 29454.1, 1.1.2.C uyaninca lehim pastasi
veya DIN EN 61190-1-3, ROM1.
Ozellikle iyi islatilamayan lehim uygulamalan
icin uygun.
Lehimlenmis devre kartlarindaki pastasi artiklarinin
temizlenmesi gerekmektedir.

1SO-Cream® “EWL 2303“ DIN EN 29454.1, 2.1.3.C uyarinca lehim pastasi
veya DIN EN 61190-1-3, ORMO.
Suda ¢dziinir kalintili lehim macunu.
Yaygin tim yiizeylerde milkemmel i1slatma.
Kalintilar damitilmig su ile sorunsuzca temizlenebilir.

Agiklama igindekiler

Kutular 0,250 ve 0,500 kg

Kartuslar 6 ve 12 0z ve de ProFlow™ kasetleri
Dispenser kartuslar 5,10 ve 30 ccm

Talep iizerine farkli kaplarda temin edilebilir.

Temizlik siireci gerektiren, zor lehim yapilan yapi pargalan igin.

Modern no-clean lehim pastasi kalintilan korozif veya elektrik iletici dedildir, ancak ¢ok zor temizlenirler. ISO-Cream® “EWL 2303 artiklar mit damitilimig su (katkisiz)
ile % 100 oraninda temizlenebilmektedir. Bu SMD macunlari no-clean macunlar gibi ayni alagimlarda, metal oranlarinda ve tane biiyiikliiklerinde temin edilebilir.

SMD ve BGA tamir pastalar

DIN EN 29454.1, 1.1.3.C uyarinca lehim pastasi -
veya DIN EN 61190-1-3, ROL1.

Dispenser kartuslari 5,10 ve 30 ccm | i

Kutular 100 ¢ t‘“:..“.‘ "-‘-:-{,

Talep iizerine farkl kaplarda temin edilebilir. \%:"__:;;f

Uriin Viskozite Uygulama alani
EL 3201-B 200-300Pas SMD yapi pargalarinin sonradan lehimlenmesi igin.
EL 3202-A 250-350Pas SMD yapi pargalarinin sonradan lehimlenmesi, 6zellikle kursunsuz lehimlemeler igin.

PCB iizerindeki SMD yapi parcalarinin sonradan lehimlenmesi igin.

1SO-Flux® “EL 3201-B“ PCB iizerindeki SMD yapi parcalarinin metalsiz sonradan lehimlenmesi igin uygundur. Sn/Pb, Sn/Pb/Ag lehim sistemleri igin 6zellikle
uygundur.

1SO-Flux® “EL 3202-A" kursunsuzlastirma cercevesinde aktiflesme ve sicaklik dayanimi agisindan yeni taleplere gore uyarlanmis olup Sn/Ag, Sn/Ag/Cu ve
Sn/Cu lehim sistemleri igin optimize edilmigtir.

Sablon baskisinda yapi parcalarinin lehim prosesi dncesinde pozisyonlandinimasi igin uygundur. Lehim pastasi kivami, yapi pargalarinin lehim prosesi
tamamlanana kadar dogru pozisyonda kalmalarini saglar.



Elektronik iiretim i¢in aksesuarlar

FELDER

Lehim teknigi aksesuarlar

Titrasyon seti FELDER titrasyon seti kullanicisina elektronik lehim pastalar
aktivitelerinin kolay bir sekilde belirlenmesi olanagini saglar.
Titrasyon sayesinde lehim pastasindaki lehim aktivatérierinin
konsantrasyonu asit sayisi bazinda 6lgilir.

Titrasyon sonucuna gére lehim pastasi inceltme diyagramiari ile
uygun miktarda inceltici eklenebilir.

Set sunlardan olusur:

« Titrasyon aparati

* Aspiret (pipet topu)

« Olgim pipeti 5 ml, 0,05 ml bélinme ile

« Erlenmeyer pistonu 250 ml, 50 ml bolinme ile
« Bardak 250 ml, 50 ml bélinme ile

« Titrasyon ¢ozeltisi, 1000 ml

* Gostergeli damlalikli sise, 100 ml

 Kullanim kilavuzu

Titrasyon ¢ozeltisi  Titrasyon igin KOH ¢ozeltisi.
Kap: 1,000 | sise, 5,000 ve 25,000 | bidon

indikator cozeltisi  Titrasyonda aktarma noktasinin belirlenmesi igin gozelti
(renksiz ile pembe arasi).
Kap: 0,100 1 ve 1,000 | sise

Kalay Lehim uclarnin temizlenmesi ve kalaylanmast igin.
Kalay “kursunsuz“  Lehim aktivatorleri, recineler, lehim kalay tozu ve baglayici
maddelerden olusan kangim.
Gok diisiik duman olugumu ile gliclii oksit tabakalarini
dahi temizler.
Kalay: Sn60Pb40, 20 g kutu, yapiskan pedli
Kalay “kursunsuz®: Sn96,5Ag3,5, 15 g kutu, yapiskan pedli

Devre karti temizleyici “ILR“ Lehimlenmig elekironik yapi gruplan dzerindeki lehim
pastasi kalintilaninin temizlenmesi igin sulu alkalik temizleme
cozeltisi.

Kap: 1,000 | sise, 5,000 ve 25,000 | bidon.

Lehim sdkme teli SMD ve THT yapi parcalarinda lehim sékme ve baskill
devrelerde artik lehimlerin temizlenmesi igin lehim pastasina
batinimig bakir tel.

DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0) uyarinca lehim pastasi
Geniglikler: 1,00 « 1,50 « 2,00 » 2,50 « 3,00 mm
Katlamali bobinlerde beheri 1,6 m ve bobinlerde

beheri 15 -100 m.

Analiz kalib1 Oyulmus analiz misteri numarasi ile servis analizleriniz
icin kalip.
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ISO 9001 - Kalite guvencesi
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LOTTECHMIK

B DEKRA

1ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

FELDER GMBH Léttechnik

Uriin aragtirmalari ve kalite denetimi icin kendi laboratuvarimiz

FELDER GMBH Iehim teknolojisi alaninda ye-
nilikgi bir sirketti. Modern dretim yontemleri
lehimlerimiz ve pastalarnmizin yiiksek ve kalici
bir kalitesini garanti eder.

Bitiin FELDER iiriinleri laboratuvarnmiz tara-
findan Kalite Gizerine denetlenmekte ve

IS0 9001:2008 ve ISO 14001:2004 standart-
larina gore Gretilmektedir.

Laboratuvar donanimlanmiz arasinda digerle-
rinin yaninda optik emisyon spektrometresi,
dijital mikroskoplar ve IR spektrofotometresi
bulunmaktadir. Klasik analiz yontemlerine
hakimiz.

Bunlar sirketimizin gok sayidaki onci gelisme-
lerinin sartlandir.

itinall danmsmanlik hizmetleri ve misteriye 6zgl ¢cozimler bizim icin gayet dogaldir.

Uygulama teknikerlerimiz IPC A600/A610 uyarinca uzmanlagmustir.
Cipc
Taleplerinizi kargilamaya hazinz! Certified IPC-A-600/ 610

Application Specialist

lyi bir isbirligi icin.



